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積層SPRING 平⾯SPRING

円錐・円柱BUMP

MICRO COIL MICRO ノズル

有機ﾌﾟﾛｰﾌﾞ ﾏｲｸﾛﾌｧｽﾅｰ

光ﾓｼﾞｭｰﾙﾚﾝｽﾞ電鋳フルイ BIO CHIP

半導体・電⼦部品

光回路

接触⼦・接点

機構部品

フィルター パイプ・ノズル

・⾼アスペクトパターン
・異⽅性ｴｯﾁﾝｸﾞ

・光造形
・ｲﾝﾌﾟﾘﾝﾄ
・ﾒﾙﾄﾌﾛｰ
・ﾏｲｸﾛﾐﾘﾝｸﾞ
・ﾚｰｻﾞｰ加⼯

・コア材料 ・凸凹⾯局⾯露光

・エッチング液

電鋳
Electro Forming

めっき浴
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FORMING METHOD FOR MEMS MICRO SPRING
フォトリソ法 ⾦属線・ﾊﾟｲﾌﾟ法3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ法

平⾯形成 積層形成

芯材めっき
レジスト形成→めっき→レ
ジスト剥離→芯材ｴｯﾁﾝｸﾞ

パイプ材ｴｯﾁﾝｸﾞ
レジスト形成→ﾊﾟｲﾌﾟ材ｴｯﾁﾝ
ｸﾞ→レジスト剥離

ﾚｰｻﾞｰ加⼯
パイプ材をﾚｰｻﾞｰ加⼯

レジスト形成→めっき→レ
ジスト剥離→ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ剥離

レジスト形成→めっき→研
磨→ｺﾓﾝ槽形成→（繰り返
し）

光造形型→めっき→造形型
剥離
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FORMING METHOD OF MICRO SPRING

加⼯法 めっき法 ﾚｰｻﾞｰ加⼯法 ｴｯﾁﾝｸﾞ法
加⼯ﾒｰｶｰ ⽇本電産ﾘｰﾄﾞ ﾘﾌﾟｽﾜｰｸ 新規提案
プロセス

使⽤材料 芯線、レジスト、
めっき液、剥離液

⾦属パイプ ⾦属パイプ、レジスト、
めっき液、剥離液

必要設備 ﾚｼﾞｽﾄ形成設備、局⾯露
光・現像装置、ﾍﾞｰｸ炉、

めっき槽、剥離槽

ﾚｰｻﾞｰ加⼯装置 ﾚｼﾞｽﾄ形成設備、局⾯露
光・現像装置、ﾍﾞｰｸ炉、

ｴｯﾁﾝｸﾞ装置、剥離槽
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ材質 めっき液に依存（Ni, 

Ni/Co, Cu, 他）
パイプ形成に依存（SUS, 
Ni, Ni/Co, リン⻘銅、⻩
銅）

パイプ形成、ｴｯﾁﾝｸﾞ液に
依存

課題 厚ﾚｼﾞｽﾄ均⼀形成、曲⾯
露光法、めっき厚均⼀、
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ材選択⾃由

微細⾦属パイプ形成
ﾚｰｻﾞｰ加⼯速度

微細⾦属パイプ形成、レ
ジスト形成、曲⾯露光法
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MICRO BUMP FORMING (POLYIMIDE ETCHING)
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MICRO BUMP FORMING (SILICON ETCHING)
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MICRO NOZZLE (ELECTRO FORMING)
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BIO CHIP (SILICON)
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ELECTROFORMING FOR MICRO NOZZLE
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MICRO LENZ ARRAY
加⼯法 ⺟型加⼯ 成形加⼯ レンズ成形 形状 微細 粗度 コス

ト

光造形 × △ × △

めっき × △ ○ ○

機械加⼯ ○ ○ ○ △

レーザー ○ ○ ○ △

ﾒﾙﾄﾌﾛｰ × × ○ ○
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MEMS CONNECTOR
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MEMS製品形成に必要なプロセス技術

Materials Pattern 
Forming

Electro 
Forming

Transcription

Post-
processing

Products

BIO
Medical
Sensor
Micro 

Machine
Control

• Hi-aspect resist
• Direct Imager R
• Radiation Resist
• Melt Flow Resist
• Optical Molding 

Resin
• Under layer 

Treatment

• Hi-aspect Litho.
• Curved surface L
• Step Litho.
• Radiation Litho.
• Direct Imaging
• Optical Molding
• Melt Flow
• Printing (Ink Jet)
• Laser
• Micro Milling
• Anisotropy Etching
• Surface 

Polishing(CMP)

• Isotropic
• Anisotropic
• Fill-in-blank
• Interfacial adhesion
• Interface release

• Matrix

• Direct

• Additional Machining

• In print

• Organic material covering
• Inorganic material covering
• DLC (Diamond like Carbon)
• Selective etching
• Selective plating

MEMS製品加⼯では、材料/パターン形成/電鋳・めっき/後加⼯など多岐に渡る技
術の組み合わせが必要となる。
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